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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成20年7月17日(2008.7.17)

【公開番号】特開2005-26702(P2005-26702A)
【公開日】平成17年1月27日(2005.1.27)
【年通号数】公開・登録公報2005-004
【出願番号】特願2004-234020(P2004-234020)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/52     (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ  35/24     (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ  35/22     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/52    　　　Ｅ
   Ｂ２３Ｋ  35/24    ３１０　
   Ｂ２３Ｋ  35/22    ３１０Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成20年6月4日(2008.6.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板と、前記基板とはんだ接続部を介して接続された半導体チップとを有する半導体モジ
ュールであって、
前記基板の電極と前記半導体チップの電極とは、
複数の金属粒子と、
前記複数の金属粒子間、前記複数の金属のいずれかと前記基板の電極と、前記複数の金属
粒子と前記半導体チップの電極と、を接続する金属間化合物と、
で接続されており、
前記はんだ接続部内には、樹脂が含まれていることを特徴とする半導体モジュール。
【請求項２】
請求項１記載の半導体モジュールであって、
前記複数の金属粒子は、Cu粒子であり、
前記金属間化合物はCu6Sn5を含むことを特徴とする半導体モジュール。
【請求項３】
請求項２記載の半導体モジュールであって、
前記Cu粒子の粒径は５μm以上であることを特徴とする半導体モジュール。
【請求項４】
請求項１記載の半導体モジュールであって、
前記複数の金属粒子は、Ag、Au、Al、Ni、Cu合金、Cu-Sn合金、Ni-Sn合金のいずれかの粒
子、又は、これらの混合物であることを特徴とする半導体モジュール。
【請求項５】
請求項１乃至４のいずれかに記載の半導体モジュールであって、
前記金属粒子は、球状、棒状、樹枝状のいずれか、またはこれらを組み合わせたものであ
ることを特徴とする半導体モジュール。
【請求項６】
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基板と、前記基板に実装されたチップ部品及び半導体チップを有する半導体モジュールで
あって、
前記基板の電極と前記チップ部品の電極とは、
複数の金属粒子と、
前記複数の金属粒子間、前記複数の金属のいずれかと前記基板の電極と、前記複数の金属
粒子と前記半導体チップの電極と、を接続する金属間化合物と、
で接続されており、
前記基板と前記チップ部品とのはんだ接続部内には、樹脂が含まれていることを特徴とす
る半導体モジュール。
【請求項７】
請求項６記載の半導体モジュールであって、
前記複数の金属粒子は、Cu粒子であり、
前記金属間化合物はCu6Sn5を含むことを特徴とする半導体モジュール。
【請求項８】
請求項７記載の半導体モジュールであって、
前記Cu粒子の粒径は５μm以上であることを特徴とする半導体モジュール。
【請求項９】
請求項６記載の半導体モジュールであって、
前記複数の金属粒子は、Ag、Au、Al、Ni、Cu合金、Cu-Sn合金、Ni-Sn合金のいずれかの粒
子、又は、これらの混合物であることを特徴とする半導体モジュール。
【請求項１０】
請求項６乃至９のいずれかに記載の半導体モジュールであって、
前記金属粒子は、球状、棒状、樹枝状のいずれか、またはこれらを組み合わせたものであ
ることを特徴とする半導体モジュール。
【請求項１１】
請求項６乃至１１のいずれかに記載の半導体モジュールの製造方法であって、
前記チップ部品は、チップ抵抗又はチップコンデンサーであることを特徴とする半導体モ
ジュール。
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